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ES 2401 585 T3

DESCRIPCION

Placa de circuito impreso, método de soldadura de componentes electrénicos y aparato de aire acondicionado con
placa de circuito impreso

La presente invencion se refiere a una placa de circuito impreso en la que se monta un componente electrénico de
conductor conectado por soldadura usando un bafio de soldadura por flujo.

Debido a que, en general, se esta necesitando cada vez mas una mayor densidad de poblacién de componentes
montados en placas de circuito impreso, se ha convertido en necesario el montaje en placa de componentes
electréonicos de conductor conectado de separacion estrecha. Por otra parte, existe una necesidad urgente de
implementar el uso de una soldadura libre de plomo amigable con el entorno. Sin embargo, la capacidad de
soldadura de la soldadura libre de plomo es inferior en comparacién con la soldadura eutéctica con plomo usada
convencionalmente, lo que ha llevado, por consiguiente, a cortocircuitos debidos a la soldadura entre terminales
conductores de los componentes electronicos de conductor conectado.

De manera convencional, para una placa de circuito impreso de este tipo, con el fin de evitar los puentes de
soldadura que se puedan generar, se ha usado una técnica en la que se realizan zonas adyacentes con el fin de ser
diferentes en tamarfo o forma de manera que la tensién superficial de la soldadura no esta equilibrada, por lo que la
soldadura se absorbe por cualquiera de las zonas (por ejemplo, véase el documento JP 24 3393/862).

Por otra parte, se ha usado otra técnica en la que tanto las zonas en ambos extremos exteriores estan fabricadas
con el fin de tener areas mas grandes que las otras zonas, por lo que el exceso de soldadura se absorbe por las dos
zonas de los extremos exteriores que tienen las areas mas grandes (por ejemplo, véase el documento JP 15
7492/863).

Ademas, se ha usado otra técnica en la que se proporcionan zonas vacias adyacentes a las zonas de soldadura,
hacia la parte trasera de un componente electrénico de conductor conectado dispuesto perpendicularmente con
respecto al flujo - direccion de soldadura - por lo que el exceso de soldadura se absorbe por las zonas vacias (por
ejemplo, véase el documento JP 300 588/H01).

El documento JP 2002 280717 desvela una disposicién en la que se proporciona un modelo ficticio, en la que se
afnade el exceso de soldadura, en la parte trasera de una pluralidad de zonas de soldadura.

En las placas de circuito impreso convencionales que montan un componente electronico de conductor conectado
descritas anteriormente, con el fin de mantener la soldadura estable y de alta calidad para los componentes
electronicos de conductor conectado en los que nunca se generen puentes de soldadura entre conductores, se
necesita el control preciso de los procesos de fabricacion. Como la separacion del conductor se hace mas estrecha,
y cuando se usa la soldadura libre de plomo de capacidad de soldadura inferior, es mas probable que se generen
defectos de soldadura, y ha sido dificil mantener una alta precision.

La presente invencion se define por las reivindicaciones y se realiza en consideracion del problema descrito
anteriormente, y pretende proporcionar una placa de circuito impreso que, aunque se suelden los componentes
electrénicos de conductor conectado de separacion estrecha, se puedan evitar los puentes de soldadura entre los
conductores con mas seguridad conforme a un control mas facil y se puedan evitar los defectos de soldadura que se
generen.

Ademas, la invencién se describira a modo de ejemplo con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

La figura 1 es una vista en planta que ilustra una configuracion esquematica de una placa de circuito impreso
que monta un componente electrénico de conductor conectado, visto desde la parte trasera, de acuerdo con la
realizacion 1 de la invencion;

La figura 2 es una vista en planta que ilustra una disposicién en paralelo a la direccién de soldadura por flujo
del componente electrénico de conductor conectado en la placa de circuito impreso que monta un componente
electronico de conductor conectado de acuerdo con la realizacion 1 de la invencion;

La figura 3 es una vista en planta que ilustra una disposicién en perpendicular a la direccion de soldadura por
flujo del componente electrénico de conductor conectado en la placa de circuito impreso que monta un
componente electrénico de conductor conectado de acuerdo con la realizacién 1 de la invencion;

La figura 4 es una vista en planta ampliada de los componentes clave de la placa de circuito impreso que
monta un componente electrénico de conductor conectado de acuerdo con la realizacion 1 de la invencion,
ilustrando la relacién entre un grupo de zonas de soldadura y una zona de extraccién de soldadura trasera;

La figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra los procesos de una operacién de soldadura por flujo para la
placa de circuito impreso que monta un componente electronico de conductor conectado de acuerdo con la
realizacién 1 de la invencion; y

La figura 6 es una vista frontal esquematica que ilustra un aparato de aire acondicionado en el que se instala
una placa de circuito impreso que monta un componente electrénico de conductor conectado de acuerdo con la
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realizacion 1 de la invencion.
Realizacion 1.

En lo sucesivo en el presente documento, se describira una placa de circuito impreso que monta un componente
electronico de conductor conectado de acuerdo con la realizaciéon 1 de la presente invencion usando la figura 1 a la
figura 4. En el presente documento, la figura 1 es una vista en planta que ilustra una configuracion esquematica de
una placa de circuito impreso que monta un componente electrénico de conductor conectado, visto desde la parte
trasera, de acuerdo con la realizacion 1 de la invencion; la figura 2 es una vista en planta que ilustra una disposicion
en paralelo a la direcciéon de soldadura por flujo del componente electrénico de conductor conectado en la placa de
circuito impreso que monta un componente electrénico de conductor conectado de acuerdo con la realizacién 1 de la
invencion; la figura 3 es una vista en planta que ilustra una disposicion en perpendicular a la direccion de soldadura
por flujo del componente electronico de conductor conectado en la placa de circuito impreso que monta un
componente electrénico de conductor conectado de acuerdo con la realizacion 1 de la invencion; y la figura 4 es una
vista en planta ampliada de los componentes clave de la placa de circuito impreso que monta un componente
electréonico de conductor conectado de acuerdo con la realizacién 1 de la invencion, ilustrando la relacidon entre un
grupo de zonas de soldadura y una zona de extracciéon de soldadura trasera.

En la placa 1 de circuito impreso en la figura, se disponen los componentes que se montan automaticamente en la
cara delantera (por ejemplo, una resistencia de chip, un condensador de chip, un diodo de chip, una resistencia
especifica, un condensador especifico, un diodo especifico, etc.), y los componentes que se insertan manualmente
(por ejemplo, una resistencia grande, un IC hibrido, un transformador, una bobina, un semiconductor de gran
capacidad, un condensador grande, etc.) - ninguno de ellos se ilustra en la figura.

Ademas, en la cara inversa de la placa 1 de circuito impreso, en la que se proporciona una lamina de cobre (no
ilustrado), se montan los componentes 2 electrénicos de conductor conectado y se conectan de manera que los
componentes se disponen en paralelo o en perpendicular con respecto a la direccién indicada por una flecha, en
concreto, a la direccién de avance de la soldadura por flujo.

Para cada uno de los componentes 2 electrénicos de conductor conectado, se proporciona un grupo 3 de zonas de
soldadura consecutivas. En los casos en los que un componente 2 electrénico de conductor conectado se dispone
en paralelo con la direccién de avance de la soldadura por flujo, se proporciona una zona 4 de extraccion de
soldadura trasera cuya mitad delantera es una superficie de reticula y cuya mitad trasera es una superficie lisa hacia
atras del grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas. En los casos en los que un componente 2 electrénico de
conductor conectado se dispone perpendicularmente a la direccion de avance de la soldadura por flujo, se
proporciona una zona 4 de extraccion de soldadura trasera cuya mitad delantera es una superficie de reticula y cuya
mitad trasera es una superficie lisa hacia atras de una parte del grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas.

En las caracteristicas de la placa 1 de circuito impreso de acuerdo con la realizacion 1 de la invencion esta la
diferencia, a partir de las placas de circuito impreso de la tecnologia convencional, en la forma y disposicion de la
zona de extraccion de soldadura trasera y en la diferencia en la geometria de la zona del grupo 3 de zonas de
soldadura consecutivas.

Mas especificamente, como se ilustra en la figura 4, la zona 4 de extraccidon de soldadura trasera en la placa de
circuito impreso de acuerdo con la realizacion 1 de la invencién esta dispuesta a una distancia que es
aproximadamente la misma que en el intervalo A entre las zonas en el grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas,
e incluye una parte de extraccién de soldadura en forma de reticula que tiene aproximadamente la misma area que
la huella de la medida C de una medida E de dos veces el ancho de la zona, de una profundidad de dos zonas en el
grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas, y una parte de superficie lisa para eliminar los huecos de soldadura,
que tienen aproximadamente la misma area que la parte de extraccion de soldadura.

Ademas, la superficie de reticula en la zona 4 de extraccion de soldadura trasera se forma, preferiblemente, de
manera que el intervalo B entre espacios de reticula adyacentes esta dentro de 0,3 mm.

A continuacion, la figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra los procesos de una operacion de soldadura por flujo
para los componentes electrénicos de conductor conectado. La soldadura, que usa un bafio de soldadura por flujo,
de los componentes 2 electrénicos de conductor conectado en la placa 1 de circuito impreso configurada como se
describe anteriormente, se describira de acuerdo con la figura 5. En primer lugar, en la realizacion 1 de la invencion,
de acuerdo con el experimento y el analisis, en la cara delantera y en la cara inversa de la placa 1 de circuito
impreso, en una etapa de montaje de componente de maquina de montaje automatica en la etapa S1, los
componentes montados de forma automatica (por ejemplo, una resistencia de chip, un condensador de chip, un
diodo de chip, una resistencia especifica, un condensador especifico, un diodo especifico, etc.) - no ilustrado en las
figuras, y los componentes 2 electrénicos de conductor conectado para el montaje automatico se fijan en su lugar
por medio de una maquina de montaje automatica. A continuaciéon, en una etapa de montaje de componente
insertado manualmente en la etapa S2, los componentes insertados manualmente (por ejemplo, una resistencia
grande, un IC hibrido, un transformador, una bobina, un semiconductor de gran capacidad, un condensador grande,
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etc.) y los componentes 2 electrénicos de conductor conectado para el montaje manual se insertan manualmente y
se conectan.

A continuacion, en una etapa de aplicacion de flujo en la etapa S3, se aplica un activador de flujo a la cara inversa
de la placa 1 de circuito impreso que monta un componente electrénico de conductor conectado, de manera que la
soldadura se pegara a la Id&mina de cobre. A continuacion, en la etapa de precalentamiento en la etapa S4, el flujo
que se ha aplicado en la etapa S3 se calienta con el fin de alcanzar la mejor temperatura de activacion.

Después, en una primera etapa de soldadura por flujo en la etapa S5, un medio de soldadura por chorro eyecta la
soldadura, como el agua de una fuente, desde un inyector con un nimero de soldaduras de agujeros igualmente
alrededor de todas las partes conductoras de los componentes en la cara inversa de la placa 1 de circuito impreso
que monta un componente electronico de conductor conectado.

Cuando se completa la primera etapa de soldadura por flujo en la etapa S5, en una segunda etapa de soldadura por
flujo en la etapa S6, se elimina la soldadura que se ha puenteado entre los conductores de los componentes en la
primera etapa de soldadura por flujo de la placa impresa que esta pasando en la direccién de la flecha ilustrada en la
figura 1, a través de la superficie liquida de un bafio de soldadura que tiene una superficie liquida plana de la
soldadura. Por ultimo, en la etapa S7 de refrigeracion de la placa, cuando se enfria la placa 1 de circuito impreso
que monta un componente electronico de conductor conectado que se ha soldado, entonces, se completan los
procesos.

Los componentes 2 electronicos de conductor conectado que se han montado estan dispuestos en paralelo con
respecto a la direccién de avance de la soldadura por flujo, y cuando la placa de circuito impreso esta avanzando en
la parte de la eyeccién de soldadura en el bafio de soldadura por flujo, la soldadura fluye hacia atras a lo largo de
cada una de las zonas 3a de soldadura en el grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas para cada uno de los
componentes 2 electrénicos de conductor conectado. En esta ocasion, la soldadura se mueve hacia atras mientras
que forma puentes de manera consecutiva debido a la accidén de una tensidn superficial/limite entre los terminales
3b conductores de cada uno de los componentes 2 electronicos de conductor conectado. La soldadura en la parte
posterior del grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas se succiona por la zona 4 de extraccion de soldadura
trasera, pero en la misma, la soldadura una vez que se ha succionado por la zona 4 de extraccion de soldadura
trasera, debido a la accion de la tension superficial/limite de la soldadura, se somete a una fuerza que extrae de
nuevo la soldadura en la parte posterior del grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas.

En el presente documento, la zona 4 de extraccion de soldadura trasera propuesta en la realizacion 1 esta dispuesta
a una distancia que es aproximadamente la misma que en el intervalo A entre las zonas en el grupo 3 de zonas de
soldadura consecutivas, y dando a la zona un disefio que incluye una superficie 4a reticulada de la zona de
extraccion de soldadura trasera, el tamafio de la cual es aproximadamente la misma area que la huella de la medida
C de una medida E de dos veces el ancho de la zona, de una profundidad de dos zonas en el grupo 3 de zonas de
soldadura consecutivas, y una superficie 4b lisa, de aproximadamente la misma area que la superficie 4a reticulada
de la zona de extraccion de soldadura, para eliminar los huecos de soldadura, la soldadura se succiona facilmente
por la zona 4 de extraccion de soldadura trasera, y la tension superficial/limite de la soldadura, una vez que se ha
succionado por la zona 4 de extraccion de soldadura trasera, se dispersa, lo que disminuye la fuerza de extraccion y
la soldadura vuelve al grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas. Por consiguiente, los puentes de soldadura en
el grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas disminuyen sustancialmente en numero. Por otra parte, se ha
confirmado a partir de un resultado de una produccién de ensayo y su evaluacién, que proporcionar la superficie lisa
en la parte trasera de la zona 4 de extraccién de soldadura trasera es beneficioso en que se evita que se generen
virutas de soldadura de hueco, lo que hace posible eliminar la reelaboracion manual post-procesamiento para
eliminar los huecos, lo que es beneficioso en cuanto a que se puede realizar una reduccion de las etapas de
fabricacion.

Se ha confirmado por el inventor que si la zona 4 de extraccion de soldadura trasera no se fabrica en forma de
reticula, y, como en las realizaciones convencionales, solo se cambia la forma del grupo 3 de zonas de soldadura
consecutivas o solo las dos zonas de los extremos exteriores se fabrican grandes, se generan mucho mas
cortocircuitos de soldadura en el grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas en comparacion con esta realizacion
de la invencion, con el fendmeno siendo especialmente significativo para un componente electrénico de conductor
conectado dual en linea, y que las virutas de soldadura de hueco se generan si la zona 4 de extraccion de soldadura
trasera tiene solo un forma de reticula sin tener una superficie lisa en la parte trasera.

Por otra parte, cuando el componente electrénico de conductor conectado se monta de manera que quede dispuesto
perpendicularmente a la direccién de avance de la soldadura por flujo y la placa de circuito impreso esta avanzando
dentro de la parte de la soldadura por chorro del bafo de soldadura por flujo, porque la soldadura fluye
perpendicularmente a la orientacién en la que se alinean las zonas en el grupo 3 de las zonas de soldadura para el
componente electrénico de conductor conectado, la fuerza de extraccién de la soldadura hacia atras de cada zona
3a de soldadura es débil; con lo que se generan mas puentes de soldadura en comparacién con la disposicion en
paralelo.
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En el presente documento, disponiendo de la zona 4 de extraccion de soldadura trasera propuesta en la realizacion
1, de forma similar como en la disposicidén en paralelo, para disponerse hacia atras de una parte del grupo 3 de
zonas de soldadura consecutivas, sin que exista interferencia con las lineas patrén del circuito que llevan afuera del
grupo 3 de las zonas de soldadura consecutivas, la soldadura en cada zona en el grupo 3 de zona de soldadura se
succiona facilmente por la zona 4 de extraccion de soldadura trasera, y la tensiéon de superficie/limite de soldadura,
una vez que se ha extraido por la zona 4 de extraccion de soldadura trasera, se dispersa de manera que disminuye
la fuerza de extraccion y la soldadura vuelve al grupo 3 de las zonas de soldadura consecutivas. Por consiguiente,
los puentes de soldadura disminuyen, sustancialmente, en nimero sin afectar a las lineas patrén del circuito
conductor fuera del grupo 3 de zonas de soldadura consecutivas. Se ha confirmado por el inventor que, si solo se
cambia la forma del grupo 3 de zonas de soldadura sin proporcionar la zona 4 de extraccién de soldadura trasera, o
si se proporcionan las zonas de extraccion de soldadura que corresponden a cada una de las zonas en el grupo 3 de
zonas de soldadura, en particular, para un componente electronico de conductor conectado dual en linea, se
generan muchos mas cortocircuitos de soldadura en el grupo 3 de zonas de soldadura en comparacion con esta
realizacion de la invencion.

Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con la placa de circuito impreso que monta un componente
electronico de conductor conectado de la invencién, pueden obtenerse beneficios en que, cuando se usa el bafio de
soldadura de flujo para soldar componentes electrénicos de conductor conectado, pueden eliminarse con mas
seguridad los cortocircuitos de soldadura que se generan por las soldaduras que se desplazan hacia atras mientras
que se crean los puentes debido a la tension superficial/limite, y en que pueden reducirse el nimero de puntos de
soldadura en los que se generan los cortocircuitos.

La figura 6 es una vista frontal esquematica que ilustra una unidad exterior de un aparato de aire acondicionado, en
la que de acuerdo con las otras realizaciones de la invencion se instala una placa de circuito impreso que monta un
componente electronico de conductor conectado. En la figura, la unidad 12 exterior del aparato de aire
acondicionado esta configurada con una camara 13 de ventilador equipada con un ventilador 13a, una camara 14 de
compresor que incluye un compresor 14a y un compartimento 15 de partes eléctricas que es de forma plana; y la
placa 1 de circuito impreso que monta un componente electrénico de conductor conectado esta dispuesta en el
compartimento 15 de partes eléctricas, con su cara 15a delantera en la que estan montadas las partes 15a eléctricas
que estan hacia abajo, y con su cara inversa que es plana y tiene la lamina de cobre que esta hacia arriba.

En consecuencia, el compartimento de piezas eléctricas en el que estd dispuesta, de acuerdo con las otras
realizaciones de la invencion, la placa 1 de circuito impreso que monta un componente electrénico de conductor
conectado puede configurarse para ser de forma plana en la orientacién en la altura conveniente, que es beneficioso
en que el espacio de disefio puede hacerse compacto aplanando el compartimento de piezas eléctricas en la
camara de compresor de la unidad exterior del aparato de aire acondicionado, en que se aumenta la flexibilidad en
la localizacion de espacio para otras partes, y en que el trabajo de montaje puede llevarse a cabo con espacio
suficiente.
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REIVINDICACIONES

1. Una placa (1) de circuito impreso en la que se monta un componente (2) electrénico y que incluye un grupo de
zonas (3) de soldadura consecutivas para el componente (2) electrénico, teniendo el componente (2) electrénico una
pluralidad de conductores, que se conectan por soldadura usando un bafio de soldadura por flujo y que se sitian en
paralelo con o perpendicular a una direccion de soldadura por flujo, comprendiendo la placa (1) de circuito impreso
ademas

una zona (4) de extraccion de soldadura trasera que se proporciona de manera adyacente al extremo trasero del
grupo de zonas (3) de soldadura consecutivas, caracterizada por que la zona (4) de extraccion de soldadura tiene
una forma (4a) de reticula.

2. La placa (1) de circuito impreso de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizada por que:
la zona (4) de extraccion de soldadura trasera tiene forma (4a) de reticula y una superficie (4b) lisa.
3. La placa (1) de circuito impreso de acuerdo con la reivindicacion 2, caracterizada por que:

la forma (4a) de reticula y la superficie (4b) lisa estan dispuestas, respectivamente, en un lado frontal y en un
lado trasero de la zona (4) de extraccion de soldadura trasera teniendo en cuenta la direccién de soldadura por
flujo.

4. Un método de soldadura de un componente electronico que se monta en una placa (1) de circuito impreso,
incluyendo la placa (1) de circuito impreso un grupo de zonas (3) de soldadura consecutivas para el componente (2)
electronico, teniendo el componente (2) electrénico una pluralidad de conductores, que estan conectados a la placa
(1) de circuito impreso por soldadura usando un bafio de soldadura por flujo y que se sitian en paralelo con o
perpendicular a una direccion de soldadura por flujo, comprendiendo el método:

una etapa para colocar, por medio de una maquina de montaje automatica, el componente (2) electrénico en la
cara inversa de la placa (1) de circuito impreso;

una etapa para aplicar un activador de flujo a la cara inversa de la placa (1) de circuito impreso;

una etapa para calentar el flujo a una temperatura de activacién adecuada;

una etapa de soldadura para soldar las partes conductoras del componente (2) electrénico uniformemente
sobre la cara inversa de la placa (1) de circuito impreso; y

una etapa para quitar la soldadura que se ha puenteado entre los conductores en la etapa de soldadura por
medio de una zona (4) de extraccion de soldadura trasera en una forma (4a) de reticula, estando la zona (4) de
extraccion de soldadura trasera localizada adyacente al grupo de las zonas (3) de soldadura consecutivas.

5. El método de acuerdo con la reivindicacion 4, que comprende ademas una etapa para colocar manualmente los
componentes en la cara inversa de la placa (1) de circuito impreso,

en el que se coloca otro componente electrénico en la cara frontal de la placa de circuito impreso en la etapa para
colocar.

6. Un aparato de acondicionamiento de aire que incluye:

una unidad (12) exterior que tiene una camara (13) de ventilador y una camara (14) de compresor;

un compartimento (15) de partes eléctricas dispuesto en la parte superior de la camara (14) de compresor,
comprendiendo el compartimento (15) de partes eléctricas la placa (1) de circuito impreso de acuerdo con la
reivindicacion 1.
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FIG. 1
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FIG. 3
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15: COMPARTIMIENTO DE PARTES ELECTRICAS
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